安全标准AQ/TXXXX-XXXX
《电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价细则》编制说明
一、工作简况
（一）任务来源
根据国家安全生产监督管理总局“关于下达2014年安全生产行业标准制修订项目计划的通知（安监总政法〔2014〕39号）”制订推荐性标准《电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价细则》，本标准由国家安全生产监督管理总局提出，全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会归口。
（二）起草单位及起草人
本标准主要起草单位：北京市劳动保护科学研究所。 
本标准参加起草单位：中国电子工程设计院、英特尔（中国）有限公司、英特尔半导体（大连）有限公司。 
（三）主要工作过程 
1、成立标准制订工作组 （2014.04）
北京市劳动保护科学研究所承担标准制订任务后，与中国电子工程设计院、英特尔（中国）有限公司、英特尔半导体（大连）有限公司相关专业技术人员组成的标准制订工作组（以下简称为标准制订组），对标准制订工作进行了部署和安排。 
2、查阅相关技术资料 （2014.05-2015.10）
标准制订组查阅、研读相关文献，收集了电子器件制造业生产相关法律法规、技术标准、规范、技术资料，电子器件制造的主要生产工艺、存在和产生的主要职业病危害因素。截止目前，获得制造工艺技术书籍7册，国内外研究文献、资料60余份，法规、标准81个。
3、电子器件制造企业实地调研（2014.11-2014.12）
标准制订组的主要成员在过去的几年里，对电子器件制造业用人单位开展了大量的调研，掌握了电子器件制造业的基本工艺情况和职业病危害特征。标准任务下达后，标准制订组再次开展了电子器件制造业用人单位的调研，调研对象包括了占市场份额最大的集成电路、薄膜晶体管液晶显示器件的制造企业类型（包括英特尔半导体（大连）有限公司、京东方科技集团股份有限公司等），进一步掌握了电子器件制造业用人单位职业病危害现状和职业病防治工作现状，发现了用人单位普遍存在的问题，把握了标准制订的重点，为研究制订标准奠定了坚实的基础。 
4、召开研讨会（2014.04-2014.12）
标准制订组先后召开了2次内部研讨会，对电子器件制造业职业病危害防治要点和评价工作要点进行研讨。
5、调查结果整理分析（2015.01-2015.04）
根据收集的资料、现场调查结果以及内部研讨会的结果，较为完整的辨识了半导体分立器件、集成电路、平板显示器件、光电子器件制造业各生产单元、生产辅助单元、动力、储存、维修等单元存在的职业病危害因素种类，以及各岗位劳动者可能接触的职业病危害因素种类，总结了电子器件制造业目前常用的职业病防护设施，分析了评价工作中应重点评价的岗位、危害因素类别、防护设施与建筑卫生学指标等。
6、编写标准工作组讨论稿（2015.05-2015.09） 
根据前期调查、分析的结果，编制了标准讨论稿初稿，并以邮件方式发送标准编制相关人员审查。经过2次内部函审，依据函审意见修改完善，形成标准工作组讨论稿。
二、标准编制原则
本标准在制订过程中遵循以下原则： 
1、符合国家有关法律、法规和方针、政策，满足对电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果开展评价工作的需要。 
本标准首先符合国家有关法律、法规和方针、政策，在此基础上完成相关条款规定的设置，标准部分条款要求严于国家有关法律、法规、标准等，以满足开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价工作的需要。 
2、简明具体，体现科学性和前瞻性，注重可操作性。 
标准内容应具有科学性、前瞻性和可操作性，文字简明具体，对开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价工作具有较强的指导意义。 
3、充分考虑电子器件制造业生产工艺和职业病危害的实际情况。 
作为指导电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价工作的行业性标准，在借鉴国内外相关资料的同时，要充分结合电子器件制造业生产工艺和职业病危害的实际情况，反映用人单位生产工艺特点和行业整体特性，形成一部具有针对性、实用性的行业标准。 
4、保持与其它规范、标准的衔接和配套。 
本标准应充分考虑并保持与国内其他相关标准和规范的协调、衔接和配套。
三、标准主要内容
本标准共包括8个部分的技术内容和4个资料性附录，其中规定了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价的基本原则、依据、范围、方法、程序与内容、报告编制等要求，并提供了电子器件制造业职业病防治相关的法律法规、部门规章、规范性文件及标准依据，主要生产工艺存在或产生的职业病危害因素，常见职业病防护设施/措施以及主要应急救援设施等资料性附录。
（一）范围
本标准规定了对电子器件制造业用人单位开展建设项目职业病危害控制效果评价的基本要求（包括基本原则、依据、范围、方法）、程序与内容、报告编制要求等。
明确了本标准适用于电子器件制造行业新建、扩建、改建和技术改造、技术引进项目的职业病危害控制效果评价。
（二）规范性引用文件
本标准中引用的标准有GB/T 934《高温作业环境气象条件测定方法》、GB 50187《工业企业总平面设计规范》、GB/T 11651《个体防护装备选用规范》、GBZ 1《工业企业设计卫生标准》、GBZ 2.1《工业场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GBZ 159《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、GB 50523《电子工业职业安全卫生设计规范》、GB 50646《特种气体系统工程技术规范》、GB 50781《电子工厂化学品系统工程技术规范》、AQ 4201《电子工业防尘防毒技术规范》等30个。
（三）术语和定义
本标准对“电子器件”术语进行了定义。
（四）基本原则
提出了开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价工作应遵循的基本原则。
（五）评价依据

规定了开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价可依据的法律、法规、规章、规范、标准、建设项目的基础依据等依据范围。

（六）评价范围

规定了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价的范围。

（七）评价方法

提出了开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价可使用的评价方法，包括检查表分析法、职业病危害作业分级、辐射防护屏蔽计算等方法。
（八）评价程序与内容
提出了开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价的评价程序及具体内容。
1、准备阶段
提出了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价前期准备工作的具体内容，包括收集资料、编制职业病危害控制效果评价方案等工作的具体内容要求。

2、实施阶段
提出了开展电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价需要进行职业卫生调查、职业卫生检测、职业病危害评价的内容，并对提出措施建议和给出评价结论作出要求。

（1）职业卫生调查包括项目概况与试运行情况、总体布局和设备布局、职业病危害因素、职业病危害因素监测情况、职业病防护设施、应急救援设施、职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等方面的具体调查内容和要求。
（2）职业卫生检测包括职业病危害因素、职业病防护设施、建筑卫生学等方面的具体检测内容和要求。
（3）职业病危害评价包括职业病防护设施、职业病防护用品、职业病危害因素、总体布局与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、事故预防和应急措施分析和正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析等方面的具体评价内容和要求。

（4）给出了应针对电子器件制造业试运行阶段仍存在不足的，具体提出职业病危害控制的补充措施建议的要求。
（5）给出了应在全面分析评价工作的基础上，总结电子器件制造业建设项目职业病危害的关键控制点，提出评价结论的要求。
3、报告编制阶段
对电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价主报告以及资料性附件的内容提出了要求。
（九）资料性附录
本标准附录中提供了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价依据的相关法律法规、部门规章、规范性文件及标准，并列举了电子器件制造业建设项目存在或产生的职业病危害因素、常见职业病防护设施/措施、主要应急救援设施，以供评价工作时参考。需要注意的是，资料性附录中仅是对电子器件制造业建设项目存在或产生的职业病危害因素、常见职业病防护设施/措施以及主要应急救援设施的列举，随着电子器件制造业生产工艺的快速发展，不能涵盖所有电子器件制造业的相关情况，实际评价工作中应追踪电子器件制造业的最新情况开展工作。
四、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况
本标准未采用国际标准和国外先进标准。
五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准规定的条款符合国家有关现行法律、法规和方针、政策的
要求，其中部分条款要求严于国家有关法律、法规和标准。本标准的制订满足中央机构编制委员会办公室《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》的通知（中央编办发〔2010〕104号）中关于安全监管部门负责起草职业卫生监管有关法规，制定用人单位职业卫生监管相关规章，组织拟订国家职业卫生标准中的用人单位总体布局和设备布局、职业病防护设施、职业病防护用品等相关标准的职能要求。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
七、标准强制性建议
根据国家安全生产监督管理总局“关于下达2014年安全生产行业标准制修订项目计划的通知（安监总政法〔2014〕39号）”的要求，本标准为推荐性标准。 
八、贯彻标准的措施建议
1、针对标准的适用范围和适用对象，开展标准的宣贯工作。 
2、对行业标准的实施建立监管机制，对违反行业标准规定的行为进行通报批评，以推动标准的实施。
九、废止现行有关标准的建议
无。
十、其他应予以说明的事项
无。
北京市劳动保护科学研究所标准制定工作组 
2015年11月17日    
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